《半导体设备用不锈钢焊接容器智能生产技术规范》
（征求意见稿）
编制说明
1、 工作简况
（一）任务来源
本项目根据中国欧洲经济技术合作协会2026年团体标准制定计划，项目名称为《半导体设备用不锈钢焊接容器智能生产技术规范》项目计划号T/CEATEC-2026-123的任务而进行制订。
（二）起草单位及主要起草人
本文件起草单位：江苏容导半导体科技有限公司、常州容导精密装备有限公司、浙江镇田机械有限公司、昆山新莱洁净应用材料股份有限公司。
本文件主要起草人：陆翔、董兴玉、刘民、张真、张洪洲、项光武、阳章、
范志旻。
（三）标准制定目的和意义
从产业角度分析，制定《半导体设备用不锈钢焊接容器智能生产技术规范》团体标准的目的和意义主要体现在以下几个方面：
1.目的
半导体设备用不锈钢焊接容器作为半导体制造装备的核心结构部件，承担着晶圆加工、刻蚀、薄膜沉积、高纯流体输送、真空密闭等关键功能，其焊接质量、洁净度、耐蚀性与生产精度直接决定半导体设备运行稳定性与芯片制造良率。产品广泛适配晶圆制造、先进封装、半导体显示、光伏新能源等高端制造场景，需满足高洁净、高真空、耐强腐蚀、抗高温、高精度焊接等严苛要求，是支撑半导体产业链自主可控的关键基础部件。
早期半导体设备用不锈钢焊接容器多依赖进口，生产工艺以传统手工/半自动化焊接为主，存在生产效率低、质量一致性差、洁净控制不达标、智能化水平不足等问题。随着我国半导体产业快速发展，高端装备国产化进程提速，不锈钢焊接容器逐步向智能化生产、高精度焊接、超洁净管控、自动化检测方向升级，智能焊接、数字孪生、在线监测等技术逐步应用于生产环节。
然而，当前行业缺乏针对半导体设备用不锈钢焊接容器的智能生产统一技术规范，现有标准聚焦普通不锈钢焊接件，未覆盖半导体场景的洁净要求、智能生产工艺、质量在线管控等核心指标，导致不同企业产品在焊接精度、洁净度、耐蚀性、智能生产管控水平上差异显著。部分产品存在焊接缺陷、洁净度不达标、生产数据不可追溯等问题，增加半导体设备厂商选型与验证成本，制约高端半导体装备国产化与规模化应用。制定本标准的必要性体现在：一是明确智能生产工艺、焊接质量、洁净控制、在线检测的核心指标，划定行业质量底线；二是统一智能生产技术要求，提升产品一致性与互换性，降低产业链配套成本；三是引导行业聚焦智能焊接技术创新，推动国产半导体设备关键部件突破技术瓶颈，支撑半导体产业高质量发展。
2.意义
近年来，国家高度重视半导体产业与高端装备自主可控，陆续出台《“十四五”智能制造发展规划》（工信部联规〔2021〕207号）等政策文件，明确将高端半导体设备关键结构件、智能焊接技术、超洁净材料加工列为重点攻关方向，要求加快关键基础件标准体系建设。为响应国家战略部署，完善半导体设备关键部件标准化体系，解决不锈钢焊接容器智能生产无标可依的行业痛点，亟需制定《半导体设备用不锈钢焊接容器智能生产技术规范》，为行业智能化升级、质量管控、国产化替代提供标准支撑。
（四）主要工作过程
1.前期准备工作
项目立项前，标准编制小组查阅、研读相关国内外文献，广泛搜集相关的材料。同时，标准编制小组安排相关人员，多次与相关行业人员进行调研、交流，广泛征求标准制定方面的意见和建议。
2026年4月28日本团体标准由中国欧洲经济技术合作协会正式立项，立项名称为：《半导体设备用不锈钢焊接容器智能生产技术规范》。
2.标准起草过程
2026年4月，团体标准立项通知公示后，标准编制小组首先组织了标准制定工作会议，各编写人员根据工作计划分工和编写要求开展了相关工作。在标准起草期间，编制小组主编单位及参编单位组织了数次内部研讨会和专家咨询会，经过多次修改，于2026年5月初完成了标准初稿及编制说明的撰写工作。
2、 标准编制原则和依据
（一）编制原则
标准起草小组在编制标准过程中，以国家、行业现有的标准为制订基础，结合我国目前的行业现状，按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定及相关要求编制。
（二）标准主要内容与确定依据
1.标准主要内容
1.1 范围
本文件规定了半导体设备用不锈钢焊接容器（以下简称“容器”）智能生产的术基本要求、智能生产系统要求、原材料要求、生产工艺要求、智能运维要求。
本文件适用于半导体设备用不锈钢焊接容器智能生产。
1.2 规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 150（所有部分）  压力容器
GB/T 3280  不锈钢冷轧钢板和钢带
GB/T 4237  不锈钢热轧钢板和钢带
GB/T 12363  锻件功能分类
GB/T 12459  钢制对焊管件  类型与参数
GB/T 29713  不锈钢焊丝和焊带
GB/T 33846（所有部分）  信息技术 SOA支撑功能单元互操作
NB/T 47013.11  承压设备无损检测  第11部分：射线数字成像
1.3 术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
半导体设备用不锈钢焊接容器 stainless steel welded vessel for semiconductor equipment
用于半导体设备中，承担介质储存、输送或反应等功能，采用不锈钢材料通过焊接工艺制成的密闭承压构件。
1.4 基本要求
对容器基本要求进行规定。
1.5 智能生产系统要求
对智能生产系统进行规定。
1.6 原材料要求
[bookmark: _GoBack]对半导体设备用不锈钢焊接容器原材料进行规定。
1.7 生产工艺要求
对生产工艺进行规定。
1.8 智能运维要求
对智能运维进行规定。
2.确定标准主要内容的依据
本标准主要内容依据国家《“十四五”智能制造发展规划》等政策文件标准体系建设的要求确定，严格按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》编制，全面引用GB/T 150、GB/T 3280、GB/T 4237、GB/T 12363、GB/T 12459等国内外现行有效标准，结合半导体设备晶圆加工、高纯流体输送、真空密闭等实际工况需求，聚焦智能焊接、超洁净控制、高精度成型、在线质量检测核心指标，同时基于江苏容导半导体科技有限公司、常州容导精密装备有限公司、浙江镇田机械有限公司、昆山新莱洁净应用材料股份有限公司等企业量产工艺、不锈钢材料选型、智能产线运行数据，兼顾技术先进性与产业可落地性，针对行业智能生产无统一规范、洁净管控缺失、焊接质量波动等痛点，明确全流程技术要求，形成科学可执行的标准条款。
3、 主要试验[或验证]情况分析、技术经济论证、预期经济效果
本标准编制过程中选取多家起草单位量产半导体设备用不锈钢焊接容器样品，依据标准开展焊接强度、焊缝洁净度、耐腐蚀性、密封性能、智能生产定位精度、在线检测准确率等测试，以及高低温、湿热、盐雾、真空泄漏等环境适应性验证。结果显示：样品焊接缺陷率低，洁净度满足半导体设备洁净要求，智能生产效率较传统工艺提升30%～50%，产品一致性与适配性完全符合高端半导体设备使用需求，标准指标科学可验证。
从技术经济论证来看，标准指标基于成熟智能焊接产线制定，企业无需大规模改造即可达标，技术可行性高；统一生产规范可显著降低次品率、验证成本与售后运维成本，提升半导体设备关键部件配套效率。
预期实施后，可推动半导体设备用不锈钢焊接容器智能生产规范化、规模化发展，遏制劣质产品无序竞争，提升国产部件全球竞争力，破解高端半导体装备关键结构件“卡脖子”问题，为半导体产业链自主可控提供核心支撑，带来显著产业效益与社会效益。
4、 与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系
本标准的制定过程、技术要求的选定、试验方法的确定、检验项目设置等符合现行法律、法规和强制性国家标准的规定。
5、 重大分歧意见的处理经过和依据
无。
6、 废止现行有关标准的建议
本标准不涉及对现行标准的废止。
7、 知识产权情况说明
本文件不涉及必要专利等知识产权情况。
8、 标准作为强制性或推荐性标准的建议
建议该标准作为推荐性团体标准。
9、 贯彻标准的要求和措施建议，包括（组织措施、技术措施、过渡办法）
本标准首次制定，没有特殊要求。
10、 其他应予说明的事项
无。 
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